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Microelectronica
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§ Quienes somos

E ﬂi e Pepe Bernabeu. Titulado Superior CSIC.

%o Paco Gonzalez. Téecnico Especialista UVEG.

@ « Ricardo Marco. Titulado Superior CSIC (hasta 28/02/2014).

Eo Jose Mazorra. T.Sup. JAETec CSIC (hasta 15/10/2013).

&. Jorge Nacher. Laboral Indefinido CSIC.

ﬂ o Alberto Valero. Titulado Superior CSIC.

Juanjo Estruells. Contrato C1(FP) CSIC (50% con Mantenimiento de 01/05 al 15/12/2013).

Primera planta del edificio de laboratorios
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f Que hacemos

http://ific.uv.es/elec

Intentamos apoyar a prO\E/ectos de investigacion en cualquier

cosa relacionada con Electronica o Microlectronica

Plan Estratégico y en el gestor de tareas IRT:

Diseno de circuitos (OrCAD, Cadence Allegro)

Programacion de componentes (FPGA, VME, LabView, ...)

Fabricacion de tarjetas (microfresadora, metalizadora, prensa, hasta 6 capas)
Ensamblado de componentes (Pick&place, horno, serigrafia, ...)

Test (osciloscopio, analizador espectros, analizador l6gico, generador de pulsos,
fuentes, sistema de vision, scanner EMC.. )

Reparaciones (estacion soldadura/desoldaura SMD BGA)
Microsoldadura (dos maquinas) g .
Compras -




'Qué hacemos

Nuevos equipos singulares en la sala blanca que gestionamos
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Qué hemos hecho

ATLAS
TileCal SCT
_ _ o Se ha extraido el detector de
e Run Coordinator del TileCal pixels para incluir una capa mas
« Mantenimiento y optimizacion del Interna .
software y algoritmos de Y %grsﬂargl del sistema de

Eegggétﬂ?ﬁﬁ,gge(ég‘gi en los o Reemplazar partes del ROD del

SCT para el aumento de la
ocupancia prevista




Qué hemos hecho

TileCal Upgrade de ATLAS Tracker

o Electronica en zona forward
o Electronica para el back-end

Instalacic del _ <t 5 e Hibridos front-end
v Instalacion el primer sistema e I .
demostracion en ATLAS en 2014 v Diseno, fabricacién y ensamblado (44)

: : v Pegado de los chips cn la maquina flip-chip.
v Primeros prototipos testeados en el CERN
con links 10 Gbps Control del espesor.

« Software de control basado en IPMI para v Utillajes para ensamblado y test
el estandar ATCA (TilelPMIGui) v Sistema de adquisicion y test eléctrico

e Miembro del grupo de ATCA y del grupo
ATLAS Upgrade de ReadOut

o Representante de ATLAS en Calorimetria

electronica asociada para el workshop
HL-LHC ECFA

ECFA Report on the Physics Goals and Performance Reach of
the HL-LHC *

o Bus cable
v Alimentacion y sefnales digitales

D. Abbaneo, M. Abbrescia, P. P. Allport, C. Amelung, A. Ball, D. Barney. C. F.
arbaro, O. Beltramello, S. Bertolucei, H. Borel, O. Bruning , P. Buncic,

Di Girolamo, P. Dupieux, P. Elmer, P. Farthouat, D. Ferrere, M. Ferro-Luzzi, 1. Fisk, M.
G

Garcia-Sciveres, T. Gershon, S. Giagu, P. Giubellino, G. i, I. M. Gregor, B.
Gorini, M. Hansen, C.S. Hill, K. Hoepfner, P. lengo, J. Incandela, M. Ishino, P. Jenni,
A. Kluge, P. Kluit, M. Klute, T. Kollegger, M. Krammer, N. Konstantinidis, O.
Kortner, G. Lanfranchi, F. Lanni, R. Le Gac, R. Lindner, F. Machefert, M. Mangano,
M. Mannelli, V. Manzari, S. McMahon, 1. Melzer-Pellmann, S. Mersi, P. Braun
Munzinger, W. J. Murray, S. Myers, A. Nisati, N. Neufeld, D. Pinci, K. Prokofiev, C.
Rembser,P. Riedler, W. Riegler, D. Rousseau, L. Rossi, A. Safonov, G. P. Salam, A
Sbrizzi, C. Schaefer, B. Schmidt, C. Schwick, D. Silvermyr, W. H. Smith, A. Valero, P.
Vande Vyvre, F. Vasey, S. Veneziano, B. Verlaat, T.S. Virdee, A.R. Weidberg, A.
Weiler, P. Wells, H. Wessels , G. Wilkinson, K. Wyllie, W. Zeuner

1 Introduction

The Update of the European Strutegy for Particle Physics, adopted 30 May 2013 in a special session of
CERN Council in Brussels, states that “the discovery of the Higgs boson is the start of a major programme
of work to measure this particle’s properties with the highest possible precision . ..and to search for further
new physics at the energy frontier ... [HL-LHC] will also provide further exciting opportunities for the
study of flavour physics and the quark-glion plasma.” For the ECFA HL-LHC workshop that oceurred
1-3 October 2013 in Aix-les-Baines, France, this “Physics Goals and Performance Reach” preparatory

It is foreseen that the HL-LHC will deliver proton-proton collisions with an
£ 3000 " at a centre-of-mass energy of /5 = 14 TeV by around 2030, and I
an integrated luminosity of at least 10 nb~! at y5¥¥=5.5 TeV. Relative to current LHC plans, these

numbers correspond to a tenfold increase in statistics. The studies presented below aim to establish
what can be achieved with this higher luminosity and with planned detector improvements. Four major
experimental lines of investigation were considered:

1. Precision tests of the role of the observed Higgs boson in the Standard Model (SM), including
searches for additional Higgs bosons.

2. Direct searches for other beyond-the-Standard Model (BSM) Physics

pared from input provided by the

ATLAS, CMS and LHCb Collaborations




Qué hemos hecho

Upgrade de LHCDb

e Upgrade de LHCDb

v Upgrade Tracking Station = SciFi Central Tracker

v Diseno del ASIC de lectura de SiPMs del Front End de
SciFi;: PACIFIC

v Primera version prototipo en fabricacion - 18
Noviembre _
Nueva version prevista para Mayo 2014

v Reconstruccion de senal por procesamiento digital en CENTRAL TRACKER
el propio chip OUTER oUTER

«  Disefio y simulacion hechos TrACKER o~ TR
« Testen 2014
. La parte analodgica: prototipo PACIFIC

s La parte digital se hara en FPGA




RT para ific.uv.es

Casos abiertos
pedidos cerrados
Nuevo caso

Qué hemos hecho

Autenticado como mivipe

Autoservicio RT / Crear un pedido (Tiral pedido . (NN

Seleccionar una cola para tu nuevo caso

Electrénica
Cola general del servicio de electrénica: Test y reparacién de sistemas electrénicos, microsoldaduras, compras, otros.
Electrénica: Disefio electrénico
Disefio de un sistema electrénico, normalmente a través de CAD. Incluye el disefio de circuitos analégicos y/o digitales, desarrollo de esquemas, simulacién de las sefales y disefio de la tarjeta de circuito
impreso.
Electrénica: Ensamblado de componentes en tarjeta
Ensamblado de componentes sobre tarjeta de circuito impreso (PCB). Incluye la soldadura manual o la aplicacién de la pasta de soldadura y del pegamento, y el curado en el horno de soldadura.
Electrénica: Fabricacion de tarjetas
Fabricacién de tarjetas (PCBs). Se pueden realizar tarjetas de circuito impreso de 1 a 6 capas y con taladro metalizados (vias).
Electrénica: Programacién de componentes electrénicos

Programacién de dispositivos programables FPGA, DSP, CPLD, microcontroladores. Programacién de tarjetas electrénicas comerciales (VME, CAMAC). Programacién de sistemas de monitorizacién y
control.

BEST
> PRACTICAL ™

»|« RT 3.8.7 Copyright 1996-2009 Best Practical Solutions, LLC.

o 139 peticiones resueltas (19/12/2012)

v
v
v

AN N NN

@i & g~

INSTITUTO DE FISICA CORPUSCULAR

11 disenos de circuitos electronicos

1 programacion para componentes electronicos

46 peticiones de fabricacion de tarjetas electronicas
s» 122 tarjetas fabricadas

29 peticiones de ensamblado de componentes en tarjetas
5 peticiones de reparacion

14 peticiones de microsoldadura

33 compras
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para evaluar y comparar tareas

e Service Units: Unidad arbitraria
atendiendo a su com

coste necesario. No es comparable

, tiempo

plejidad

con SUs de otra unidad.

1000

o
o
(=]

800

700

600

500

11

400

T T

300
200
100

IBNENW

1X3N

1eapnn
eolst4

BJIpaN
edsyy

Salopeld|ady
soining

onl|is

IVO31IL

3000
2500
2000

1500

1000

500 -

doysxiom 3
Suuaauidu3
|edtueyda

3dUBUIUIBIA

aduals
-3 pue aioe

S3IINIBS
Suiandwo)

sa1sAyd
apiuedolysy
|ejuawadx:

sa1sAyd
ouulnan
|ejuawadXx:

sa1sAyd
JeapnN
|ejuawadx:

sa1sAyd
apiyed pue
Jeajdnpn jo
uopesyjddy

|ed1paN

sa1sAyd
Adiau3 ysiH
|ejuawadxs

paseq
-103813]320Y




Quién y qué hay mas

« Esto es la actividad en electronica del personal del servicio

« Los proyectos del IFIC tienen otras responsabilidades en
electronica realizadas por personal contratado por proyecto

o Servicios externos

v Disefno de PCBs: contactos con dos empresas (Celestica y Dibal)
que finalmente no fructificaron.

v Microsoldadura:
« Empresas que no fructificaron: NIT, Uninova.
v ICMUV: gratis.
« Alibava Systems: 3250 € + IVA
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Felices Fiestas
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